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Abstract (en)
The device contains a number of sensors (15) which are arranged decentrally on a spinning or winding machine and which are provided for the on-
line monitoring of the winding quality during the production of the bobbins (4). Each sensor (15) contains a light source, illuminating and imaging
optics and a detector. The sensors (15) are preferably mounted on the bobbin changers (5). Use on spinning or winding machines equipped with an
electronic yarn-cleaning system (12, 13, 14), with an interlinking of the measurement signals. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Vorrichtung enthélt eine Anzahl von Sensoren (15), die dezentral an einer Spinn- oder Spulmaschine angeordnet und zur online Uberwachung
der Wickelqualitat wéahrend der Herstellung der Spulen (4) vorgesehen sind. Jeder Sensor (15) enthalt eine Lichtquelle, eine Beleuchtungs- und
eine Abbildungsoptik und einen Detektor. Die Sensoren (15) sind vorzugsweise auf den Spulenwechslern (5) montiert. Verwendung an mit einer
elektronischen Garnreinigungsanlage (12, 13, 14) ausgerUsteten Spinn- oder Spulmaschinen unter gegenseitiger Verkniipfung der Messsignale.
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